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制式，包含 230M 电台专网、WiMAX(Worldwide Interoperability 
for Microwave Access,全球微波互联接入）, Mobitex 专网、GPRS
公网（General Packet Radio Service，通用分组无线服务技

























1  智能电网无线通信技术对比 
根据对主要无线带宽技术的频谱情况、覆盖范围程度及业务
支持情况分析，LTE230 系统和 LTE 1800, McWill(Multi-Carrier 





表 1 智能电网无线通信技术对比 
 McWill LTE 1800 LTE 230 
频 谱
情况
工 作 频 段 为
1785~1805MHz ，
存在较大干扰 
工 作 频 段 为
1785~1805MHz ，
存在较大干扰 





























2  LTE230 相关介绍 
2.1 TD-LTE 核心技术 















该技术通过 AMC（Adaptive modulation of encoding，自适应























（3）EPC(Envoled Packet Core,无线核心网设备) 
该系统的核心网为演进型核心网设备，接在主站和无线接入
网络之间，通过 LTE230 EPC，能够完成业务数据的传输、终端
认证、终端 IP 地址管理、移动性管理等核心网功能。 





3  电力无线宽带通信系统芯片设计 
3.1 设计方案选择 


















芯片的电源管理部分需要实现片上 DC-DC 或 LDO 功能。片上 
DCDC 产生的几百 KHz 级的开关频率很容易耦合到压控振荡器
的调协端，使得本振信号不纯，影响系统性能。因此，系统设计
时除了需要将 DCDC 与敏感模拟电路隔离外，还需仔细选择开




带功耗，实现上采用 ASIC 代替 DSP 核，但存在灵活性的风险，
需要充分仿真验证，芯片测试验证，特别是在初步方案中对各种
工作条件下的测试验证，全面发现问题并一次性加以修改。 
SOC 芯片在方案中的验证：新 SOC 芯片可能无法与原有芯
片直接 pin-to-pin，因此在方案中的测试验证需要有一个平台，灵




3.3 SOC 芯片架构 
3.3.1 SOC 芯片总体架构 
通过以上对设计的分析，研发出 230 MHz 电力频段的专用
LTE 射频芯片。该芯片内部集成 8 位 MCU(需外接 Flash)，节省
了方案面积和 BOM 成本。该芯片总体架构图如图 1 所示。 
 
图 1 芯片总体架构图 
3.3.2 数字基带（ DBB DSP）架构 
该芯片发送端和接收端的架构图，如图 2，图 3 所示。 
（1）发送端 
 
图 2 发送端架构图 
（2）接收端 
 
图 3 接收端架构图 




















性，信息不外泄。具体方式如图 5 所示。 
 
图 5 固件加固原理图 









在 230MHZ 电力频段的 LTE 无线通信系统中，射频芯片用
于接收无线信号。通过对数据率不同的情况下的系统进行测试，
射频芯片性能测试结果如表 2、表 3 所示。 
表 2  数据率=14.96Mbps 
信道 结果 下限 上限 单位 PASS/FAIL
1 13.62557 -30 20 dBm PASS 
2 13.92583 -30 20 dBm PASS 
3 13.36956 -30 20 dBm PASS 
4 15.21514 -30 20 dBm PASS 
5 15.09190 -30 20 dBm PASS 
6 15.37422 -30 20 dBm PASS 
7 15.35692 -30 20 dBm PASS 
8 14.34720 -30 20 dBm PASS 
9 14.79514 -30 20 dBm PASS 
10 15.75739 -30 20 dBm PASS 
11 15.92585 -30 20 dBm PASS 
12 15.91722 -30 20 dBm PASS 
13 16.34184 -30 20 dBm PASS 
表 3  数据率=14296Mbps 
信道 结果 下限 上限 单位 PASS/FAIL
1 13.62557 -30 20 dBm PASS 
2 13.92583 -30 20 dBm PASS 
3 13.36956 -30 20 dBm PASS 
4 15.21514 -30 20 dBm PASS 
5 15.09190 -30 20 dBm PASS 
6 15.37422 -30 20 dBm PASS 
7 15.35692 -30 20 dBm PASS 
8 14.34720 -30 20 dBm PASS 
9 14.79514 -30 20 dBm PASS 
10 15.75739 -30 20 dBm PASS 
11 15.92585 -30 20 dBm PASS 
12 15.91722 -30 20 dBm PASS 
13 16.34184 -30 20 dBm PASS 
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